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摘 要

本研究目的為針對異質層板之製程中開發一加工溫度預測系統，此加工溫度預測系統之開發在於過去異質層板在製程中皆

為由試誤法或經驗累積進行製作，上述方法是非常無效率且浪費成本的，相對降低產品之競爭力並增加層板其製程困難度

及品質不穩定性，如產品內部多孔材發泡不完全導致產品日後在高溫之環境下，尚未發泡部分因受熱以致再次發泡使異質

層板結構膨脹變形；而包覆多孔材之複合材料其固化程度若不均或不完全時，同樣會影響異質層板其結構品質。

本研究預計將以兩階段加以探討，第一階段是異質層板之研製與熱傳導實驗；第二階段為加工溫度預測系統建立，主要為

藉由電腦輔助工程結合亂數處理技巧進行等效性質分析，於商業軟體MATLAB建立數學模型模擬異質層板結構之製程，再

由數值分析中的中央差分法來求得各時間點上複合材料的固化程度及採用多孔材之發泡棉發泡程度。

最後將實驗、電腦輔助工程、數值分析結果進行比較，並觀察不同方法結果之複合材料外側、與多孔材接觸面及多孔材中

央之溫度變化，以驗證本研究所建立之加工溫度預測可行性。

關鍵詞 : 異質層板、電腦輔助工程、等效分析、數值分析
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